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Innovative Losungen der Elektronik erdffnen neue
Moglichkeiten fiir Horgeréte, Herzschrittmacher,
Prothesen und medizinische Lifestyle-Produkte.
Die Systeme und Komponenten fiir die Therapie,
Diagnose und Patienteniiberwachung werden
immer leistungsfahiger und gleichzeitig kleiner

Fiir KI-to-go: Entwicklungsboard von Infine-
on fiir Edge-computing-Anwendungen
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Neue Werkzeuge fiir PCB-Stackup-Design vom
amerikanischen Hersteller Z-Zero

Dr. Hayao Nakaharas aktueller Bericht tiber
die Leiterplattenindustrie in Siidostasien

Cadence schafft Cloud-basierte Designwelt 1925
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Die Zukunft der Elektronikfertigung hatten die Referenten bei den Rehm
Technology Days 2018 im Fokus

,Magische Momente* waren die Inspection Days bei Gopel in Jena unter-
titelt — mit Bezug auf ein neu vorgestelltes AOI-Automatisierungstool
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Automotivefahige Board-Edge-Steckverbinder 1981

10-jahriges Jubilaum fiir Sensitive Wire Feeder 1982
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Neue Werkstoffe treiben die Medizinelektronik voran 1996
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Patente 2000 }
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Hocbste
Qualitdtsstandards fiir
Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C

Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fiir

hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fiir Ihre
sicherheitskritische Lieferkette!
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Neue Standards fiir das Transportwesen: Das neu gegriindete IPC Trans-
portation Electronics Reliability Council will sie auf den Weg bringen
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BJZ ist seit Jahrzehnten ein zuverldssiger und kompetenter
Partner der Elektronikindustrie. Durch langjéhrige Erfah-
rung haben wir uns als innovatives und expandierendes
Unternehmen in den Bereichen des EGB-Schutzes, der
Bauteilvorbereitung und der Nutzentrenntechnik eine
solide Marktposition gesichert. Fiihrende Unternehmen der
Elektronikindustrie vertrauen seit Jahren auf die Fachkom-
petenz und Produkte der Firma BJZ.

www.bjz.de
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